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利 点
- 熱対策コストとリスクの最小化
- PCB実装面積の削減による

PCBコストとPCB開発リスクの
低減

- メモリの使用個数の減少に
よるコストの削減
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● デジタルテレビ向けSiPソリューション

● デジタルビデオカメラ向けＳｉＰソリューション
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１パッケージ化

利 点
- PCB実装面積の削減による
製品デザインの柔軟性

- PCBコストとPCB開発リスク
の低減

- メモリの使用個数の減少に
よるコストの削減

* PCB: Printed Circuit Board (プリント基板）


